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»German Chips Competence Centre« als deutsches Tor
zur europaischen Pilotlinien- und Designinfrastruktur
gestartet

Mit dem Start des »German Chips Competence Centre« (G3C) 6ffnet
sich deutschen Unternehmen und Forschungseinrichtungen ein di-
rekter Zugang zu Europas modernster Halbleiterinfrastruktur. Als
zentrale Schnittstelle verbindet das G3C das deutsche Halb-
leiterokosystem mit europaischen Design- und Fertigungspilotli-
nien, koordiniert deren Nutzung und vermittelt Kontakte in andere
EU-Lander. So profitieren deutsche Akteure friihzeitig von neuen
Entwicklungen - und Deutschland als Halbleiterstandort gewinnt
eine Strahlkraft weit Uber die Landesgrenzen hinaus. Das G3C wird
in den kommenden vier Jahren durch die Forschungsfabrik Mikro-
elektronik Deutschland (FMD) aufgebaut und im Rahmen des EU
Chips Act durch Mittel der Europaischen Union sowie eine natio-
nale Kofinanzierung des Bundesministeriums fur Forschung, Tech-
nologie und Raumfahrt (BMFTR) gefordert.

Am 28. Oktober 2025 wurde das »German Chips Competence Centre«
(G3C) im Rahmen des MikroSystemTechnik Kongresses in Duisburg feier-
lich er6ffnet — mit Beitrdgen von Dr. Stephan Guttowski (Leiter der FMD-
Geschaftsstelle), Dr. Oliver Hoing (Referent im BMFTR), Alexander Sta-
nitzki (G3C-Projektleiter) und Dr. Bjoérn Lekitsch (Co-Founder und CTO von
neQxt).

Der europaweite Aufbau der Chips Competence Centres ist ein Kernbe-
standteil des EU Chips Act und ergadnzt die entstehenden europaischen
Pilotlinien. Gemeinsam bilden sie ein Ruickgrat, das Forschung und Indust-
rie enger miteinander verzahnt. Das G3C fungiert darin als deutscher Zu-
gangspunkt — eingebettet in ein Netzwerk, das die Wettbewerbsfahigkeit
und Innovationskraft Europas starkt.
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»Europa entscheidet jetzt Gber die Zukunft seiner Halbleiterindustrie. Mit
dem G3C macht Deutschland seine Kompetenzen sichtbar und bringt
deutsche Expertise ein, um den Wissens- und Technologietransfer auf eu-
ropaischer Ebene zu férdern«, sagt Matthias Hauer, Parlamentarischer
Staatssekretar im BMFTR.

Zugang fir Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Start-ups

Das G3C unterstitzt Start-ups, KMU und etablierte Unternehmen aus
Deutschland beim Zugang zur europdischen Design- und Pilotlinieninfra-
struktur fir Schlisseltechnologien wie Advanced Packaging, photonische
integrierte Schaltungen, FD-SOI und Wide-Band-Gap-Halbleiter. Ziel ist es,
Innovationshirden zu senken und den Markteintritt genau far die Unter-
nehmen zu beschleunigen, die bislang nur schwer Zugang zu komplexen
Entwicklungs- und Testumgebungen hatten.

»Mit dem G3C schaffen wir fir deutsche Innovationstreiber eine Briicke
zur europaischen Chips-Infrastruktur — sowohl im Bereich Chipdesign als
auch fur die Fertigung. Gerade fir KMU und Start-ups bedeutet das: ein-
fachere Realisierung von Prototypen, schnellere Skalierung vom Labor
zum Serienmuster, friiherer Markteintritt — und damit mehr Chancen, um
im internationalen Wettbewerb zu bestehen. AuBerdem entwickelt das
G3C kdnftig praxisnahe Trainings- und Schulungen, die beim Aufbau drin-
gend bendtigter Fachkompetenzen unterstitzen«, erklart Alexander Sta-
nitzki, Projektleiter des G3C.

Als nationale Anlaufstelle bindelt das G3C Informationen zu allen euro-
paischen Design- und Fertigungsangeboten, berat zu deren Nutzung und
koordiniert Einweisungen und Weiterbildungsangebote. Damit Uber-
nimmt es — wie die anderen europaischen Chips Competence Centres —
eine koordinierende Rolle und macht relevante Infrastruktur- und Service-
angebote Uber nationale Grenzen hinweg zuganglich.

»FUr Start-ups wie unseres kann das G3C einen enormen Mehrwert dar-
stellen«, sagt Dr. Bjorn Lekitsch, Mitgrinder und CTO von neQxt. »Wir
erhoffen uns vom Chips Competence Centre einen direkten Zugang zu
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Ressourcen und eine erleichterte bessere Vernetzung mit wichtigen Tech-
nologiepartnern, was uns helfen wirde, Entwicklungsprojekte deutlich zu
beschleunigen. Fir neQxt erhéht das die Chance, mit unseren zukinftigen
Angeboten wettbewerbsfahig zu werden, da wir friher auf den Markt
kommen kénnen.«

Sichtbarkeit und Koordination im europaischen Netzwerk

Das G3C wurde im Rahmen des EU Chips Act initiiert, der Europas tech-
nologische Resilienz starken und den Aufbau einer wettbewerbsfahigen
Halbleiterindustrie férdern soll. Neben der technologischen Unterstiitzung
Ubernimmt das G3C eine strategische Vermittlungsfunktion: Es reprasen-
tiert das deutsche Halbleiterokosystem auf europaischer Ebene, sorgt fur
internationale Sichtbarkeit und bringt deutsche Kompetenzen gezielt in
das European Network of Chips Competence Centres (ENCCC) ein.

»Auch die enge Verzahnung mit bestehenden Strukturen wie der APECS-
Pilotlinie ist Teil des Auftrags«, erklart Dr. Stephan Guttowski, Leiter der
FMD-Geschaftsstelle, und erganzt: »Darlber hinaus kntpft das G3C an
die weiteren Pilotlinien — FAMES, NanolC, PIXEurope und WBG - an, um
Synergien entlang der gesamten mikroelektronischen Wertschépfungs-
kette zu schaffen.«

Mit dem G3C entsteht so ein funktionierendes Gesamtsystem, in dem die
Industrie auf alles zugreifen kann, was sie fir Innovationen benétigt.

Starkung des deutschen Halbleiterstandorts

Mit dem G3C erhalt Deutschland einen zentralen Zugang zu Europas mo-
dernster Halbleiterinfrastruktur. Es bindelt Wissen, vermittelt Partner-
schaften und er6ffnet neue Wege fir Forschung und Innovation. Damit
starkt das G3C die Innovationskraft, Wettbewerbsfahigkeit und internati-
onale Sichtbarkeit des deutschen Halbleiterstandorts nachhaltig.

Die Gesamtfinanzierung des G3C belduft sich auf 7,9 Millionen Euro Uber
eine Projektlaufzeit von vier Jahren.
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Feierliche Er6ffnung des
G3C zum diesjahrigen
MST-Kongress in Duis-
burg. V.l.n.r.: Dr. Bjorn Le-
kitsch (Co-Founder und
CTO von neQxt), Alexan-
der Stanitzki (G3C-Projekt-
leiter), Dr. Stephan Gut-
towski (Leiter der FMD-
Geschaftsstelle) und Dr.
Oliver Hoing (Referent im
BMFTR).
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Das G3C bietet deutschen
Unternehmen und For-
schungseinrichtungen Zu-
gang zur europaischen
Design- und Pilotlinieninf-

rastruktur.
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Uber die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD)

Die FMD als Kooperation von 13 Fraunhofer-Instituten mit den Leibniz-
Instituten FBH und IHP ist der zentrale Ansprechpartner fir alle Fragestel-
lungen rund um die mikro- und nanoelektronische Forschung und Ent-
wicklung in Deutschland und Europa. Als One-Stop-Shop verbindet die
FMD wissenschaftlich exzellente Technologien und Systemlésungen ihrer
kooperierenden Forschungsinstitute zu einem kundenspezifischen Ge-
samtangebot. Unter dem virtuellen Dach der FMD entstand somit 2017
einer der groBten Zusammenschlisse dieser Art mit inzwischen mehr als
5400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer einzigartigen Kompe-
tenz- und Infrastrukturvielfalt. Mehr Informationen finden Sie unter
www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de

Uber die APECS-Pilotlinie

Im Rahmen des EU Chips Acts wird die FMD mit APECS in den kommen-
den Jahren eine umfassende Pilotlinie fir resiliente und vertrauenswurdige
heterogene Systeme aufbauen, die die Innovationsfahigkeit der europai-
schen Industrie in ihrer gesamten Breite fordert. Durch die Aktivierung
neuer Funktionalitaten im Rahmen der »System Technology Co-Optimiza-
tion« (STCO), ein end-to-end Design sowie Pilotproduktionskapazitaten
ermdglicht die Pilotlinie die Weiterentwicklung von Innovationen von der
Forschung zu praktischen, skalierbaren Fertigungslésungen. Dartber hin-
aus bietet APECS einen One-Stop-Shop fir Kunden in praktisch allen klas-
sischen vertikalen Industriebranchen, einschlieBlich GroBunternehmen,
KMU und Start-ups. APECS bringt die Kompetenzen, Infrastrukturen und
das Know-how von zehn Partnern aus acht europdischen Landern zusam-
men. In Deutschland sind zwolf Institute der Fraunhofer-Gesellschaft (Pro-
jektkoordinator) und zwei Institute der Leibniz-Gemeinschaft an der Pilot-
linie beteiligt. Umgesetzt wird APECS von der FMD. Mehr Informationen
finden Sie unter https://www.apecs.eu/
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